













Development of Semi-Full Mold Process for 



























 本法は，模型の発泡ポリスチレン（以下 EPS：Expanded Polystyrene と略記する）
の表面に粘結剤とセラミック粉末でセラミックシェル層を形成して鋳型を造り，その後
に EPS 模型を消失させる手法である．いわば，インベストメント鋳造で使用するワッ























































響について調査した．その結果，粗粒 0.8：細粒 0.2 の割合が最適であること，フィラ







は平均粒径 65μm の粗粒と，平均粒径 15μm の細粒の混合割合を変化させ，フィラー
の粒度構成がスラリー粘度に及ぼす影響に関して検討を加えた．その結果，4 章で得た
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